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Asset Intertech
Embedded Instrumentation — die Testtechnologie der
Zukunft?

In den vergangenen Jahren haben Test- und Messtechnologien eine Art Kehrtwende
vollzogen. Bis vor nicht allzu langer Zeit wurden die Validierungs- und Testmethoden
noch von externen, teuren Testgeraten auf Hardwarebasis beherrscht.
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Glenn Woppman, Asset Intertech: »Wir haben unter anderem Fihrungsrollen in einer Reihe
von Normengremien tibernommen, wenn wir der Meinung waren, dass der in Entwicklung
befindliche Standard fur das weitere Wachstum der eingebetteten Instrumentation wichtig sein
konnte.«

Nach Uberzeugung der Experten von Asset Intertech wandern jetzt die Validierungs-, Test- und
Debugging-Technologien immer mehr als Embedded (eingebettete) Instrumentation in das
Innere der Chips. Dieser Trend wird von einer Reihe technischer und wirtschaftlicher Zwange
bestimmt.

Seit mindestens zwei Jahrzehnten gilt das Mooresche Gesetz fur die Halbleiterindustrie. Es
besagt, dass sich die Anzahl der Schaltkreise auf einer Halbleiterkomponente alle zwei Jahre
verdoppelt. »Diese kontinuierliche Steigerung der Schaltkreisdichte erméglichte die standigen
Erweiterungen des Funktionsangebots in den Bereichen Computertechnik, Kommunikation,
Consumer-Elektronik und in der Elektronik allgemein«, erklart Glenn Woppman, President und
CEO von Asset Intertech. »Diese Branchen wollen naturlich diesen Trend fortschreiben. Aber
leider stehen dem die Gesetze der Physik im Wege. Und damit riicken andere Methoden zur
Erhdhung der Verarbeitungskapazitaten in den Mittelpunkt des Interesses, die Uber die
Steigerung der Schaltkreisdichte hinausgehen.« Seit ca. funf Jahren erfreuen sich
beispielsweise Multicore-Prozessoren grol3er Beliebtheit. Multiprozessor-Platinen haben sich
bereits bei vielen Anwendungen wie High-end-Server und Switching-Systeme fir die
Telekommunikationsindustrie als Standard etabliert. Dartiber hinaus werden die Chips selbst
den Leiterplatten immer &hnlicher. In den neuen Chip-Level-Gehausen, beispielsweise SIPs
(System-In-Packages) und POPs (Package-On-Package), werden mehrere Silizium-Dies
aufeinander gestapelt, um die angestrebte Steigerung der Verarbeitungsleistung zu erzielen.

Alle dieses Trends fuhren zu groRerer Komplexitat, niedrigeren Fehlertoleranzen und héheren
Designrisiken fur die Hersteller. »Die Situation wird noch dadurch verscharft, dass die
Testsysteme der Vorgangergeneration mit dem technologischen Fortschritt nicht mithalten
kénnen«, fuhrt Woppman aus. »Seit den Anfangen der Elektronikindustrie arbeiten
Testsysteme mit einer Metallsonde, die an einem Chip oder einer Leiterplatte angelegt wird. Es
wird damit geprift, was innerhalb des Chips, der Platine oder des Systems vor sich geht. Jetzt
haben sich die Technologien aber so weit entwickelt, dass diese kontaktgebundene Technik fur
Test- und Validierungszwecke immer ineffektiver wird. Entweder gibt es keinen Platz mehr fur
das Anlegen einer Sonde, oder aber das Anlegen einer Sonde an eine extrem empfindliche
Elektronik sorgt selbst fur Storungen und ist fur die Feststellung von Fehlern oder Defekten
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ungeeignet.«
Interne L6sungen

Lésungen fir diese Problematik sind mittlerweile in Reichweite. In vielen modernen Chips sind
heute bereits Messinstrumente eingebettet, mit denen sich Fehler, Defekte und
Leistungsmangel effektiv und kostenglinstig diagnostizieren lassen. »Statt Validierungs- und
Testdaten von auflen zu extrahieren, wie das bei &lteren kontaktgebundenen Testtechnologien
der Fall ist, kann beruhrungslose Embedded Instrumentation die Daten von innen nach auf3en
an den Testingenieur Ubergeben«, so der Experte. »Das heil3t, die Hersteller miussen bei der
Implementierung modernster Technologien keine Abstriche in Bezug auf die Qualitat,
Zuverlassigkeit und Stabilitdt machen. Wird die Embedded Instrumentation richtig und mit
effektiven Tools angewendet, kann sie die Liicke bei der Validierungs-, Test- und Debug-
Abdeckung schlieRen, die sich bei der &lteren Generation von Testsystemen nur noch erweitern
wird.«

Die Evolution der Embedded Instrumentation

Embedded Instrumentation gibt es schon seit einiger Zeit. Beispielsweise sind der Boundary-
Scan-Test, der auf dem IEEE1149.1-Standard beruht und oft als JTAG bezeichnet wird, sowie
der Built-in Self Test (BIST) bereits seit einem Jahrzehnt in der Branche gang und gabe. Und
das Konzept der virtuellen Instrumentation, das vor ca. zehn Jahren von National Instruments
popular gemacht wurde, hat bewiesen, wie effektiv software-basierte Messinstrumente sein
kénnen. Die Experten von Asset Intertech sind daher sicher, dass sich die Embedded
Instrumentation auf mittelfristige Sicht durchsetzen wird.

Um diesen Trend auch weiterhin zu unterstitzen, entwickelt das Unternehmen seine
»ScanWorks«-Plattform fir Embedded Instrumentation standig weiter. ScanWorks vereint
bereits heute die Validierungs-, Test- und Debugging-Technologien, die mit Embedded
Instrumentation arbeiten. Dazu zahlen der Boundary-Scan-Test, der Processor-Controlled Test
(PCT) und der Interconnect Built-In Self Test (IBIST) von Intel — die On-Chip-
Instrumentations-Technologie, die dieses Unternehmen in seine Prozessoren und Chipséatze der
nachsten Generation einbettet.

»Bald werden wir eine neue Generation von Tools erleben, die Embedded Instrumentation
extensiver auf der Chip-Ebene anwendet«, erlautert Woppman. »Das ist besonders kritisch fur
die Erh6hung der Ausbeute bei den 3D-Chips der ndchsten Generation, bei denen mehrere Dies
in einem Gehause untergebracht sind.« Das Markante an einer Plattform wie ScanWorks ist,
dass sie eine einheitliche Umgebung fiir eine Reihe softwarebasierter Validierungs-, Test- und
Debugging-Tools bereitstellt, die die Embedded Instrumentation ausnutzen. Eine offene
Plattform wie diese bietet nach Woppmans Uberzeugung die Mdglichkeiten zur Bewéltigung
vieler Herausforderungen, die die Zukunft noch stellen wird.

Glenn Woppman, Asset Intertech: »Fur viele Unternehmen bestand die Herausforderung in den
vergangenen paar Jahren darin, ihr wirtschaftliches Uberleben zu sichern. Zeiten des
Abschwungs kdnnen einer Firma aber auch die Chance er6ffnen, ihre internen Strukturen in
Ordnung zu bringen, so dass sie nicht nur Uberleben, sondern sogar wachsen kann, sobald sich
Licht am Ende des Tunnels zeigt. Wie so viele Unternehmen haben auch wir den Girtel in den
Zeiten der globalen Wirtschaftskrise enger geschnallt. Gleichzeitig haben wir aber auch die
bewusste Entscheidung getroffen, unsere Ressourcen gezielt zu investieren, so dass wir
gestarkt fur zukinftiges Wachstum aus der Krise hervorgingen.

Wir haben unter anderem Fuhrungsrollen in einer Reihe von Normengremien tbernommen,
wenn wir der Meinung waren, dass der in Entwicklung befindliche Standard fur das weitere
Wachstum der eingebetteten Instrumentation wichtig sein kénnte. Beispielsweise war einer
unserer Cheftechnologen federfiihrend an der Entwicklung des neuen erweiterten Boundary-
Scan-Standards IEEE 1149.7 beteiligt. Wir gehen davon aus, dass dieser neue Standard
wichtige Auswirkungen auf die Charakterisierung, Validierung und Tests von neuen 3D-Multi-
Die-Chips haben wird.

Ein anderer unserer Cheftechnologen engagierte sich als Co-Chairman in der Arbeitsgruppe fir
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die IEEE-P1687-Internal-JTAG-Spezifikation (IJTAG). Dabei handelt es sich um ein Papier, das
letztendlich die Steuerung, die Verwaltung, das Scheduling und den Betrieb von Embedded
Instrumentation standardisieren wird. Der IEEE-1149.7-Standard wurde vor kurzem ratifiziert
und verotffentlicht. Der IEEE-P1687-Standard wird den Erwartungen nach Anfang des nachsten
Jahres nachfolgen.

Alle diese Standards werden von zentraler Bedeutung fiir das Okosystem sein, das sich rasch
um die Embedded Instrumentation herum entwickelt. Wir erwarten, dass dieses Okosystem
weiter wachst, wenn die Lebenszyklusvorteile der Embedded Instrumentation noch starker zum
Tragen kommen. Zum ersten Mal seit den Anfangen der Elektronikindustrie kénnen namlich
mithilfe der Embedded Instrumentation portable Testroutinen entwickelt werden.

Bislang wurden fir jede Phase des Lebenszyklus eines Produkts jeweils eigene Validierungs-,
Test- und Debugging-Routinen entwickelt. Chip-Debugging- und Charakterisierungs-Vektoren
wurden beispielsweise im Zuge des Chipdesigns entwickelt, konnten aber nicht auf die
Leiterplattenebene Ubertragen werden, sobald der Chip auf die Platine aufgel6tet war. Und
Testroutinen auf Leiterplattebene wanderten nicht mit den Leiterplatten mit, die zu Systemen
zusammengebaut wurden. Das wird sich unserer Meinung nach andern. Validierungs-, Test-
und Debugging-Routinen fur Embedded Instrumentation, die in einer Phase des Lebenszyklus’
eines Produkts entwickelt wurden, werden mit dem Chip, der Leiterplatte oder dem System in
die Folgephasen des Nutzungszyklus ibernommen werden. Der Mehrwert, der sich durch die
Kosteneinsparungen erzielen lasst, durfte enorm sein.

Generell sind wir bei Asset Intertech Uberzeugt, dass es ein grof3es Potenzial gibt, den
gesamten Validierungs-, Test- und Debugging-Prozess mit Mehrwert auszustatten.
Beruhrungslose, Embedded Instrumentation Tools auf Softwarebasis bieten die Chance zur
kostenguinstigen Verbesserung der Qualitat, Zuverlassigkeit und Stabilitdt von Chips,
Leiterplatten und Systemen. Daruber hinaus werden die positiven Resultate fur die Hersteller
am Ende einen selbstverstarkenden Effekt haben: Produkte mit héherer Qualitat sorgen fur
zufriedenere und loyalere Nutzer, die zu Wiederholungskaufern werden. Die Supportkosten
sinken, und es werden weniger Produkte zur Reparatur eingesendet. Letztendlich profitiert also
das ganze Unternehmen vom Nutzen, der sich mit effektiveren Validierungs-, Test- und
Debugging-Techniken realisieren lasst.«
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